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１．概要（Summary） 

ナノインプリント成型を実施する為に、大阪大学ナノテ

クノロジー設備供用拠点/微細加工プラットフォーム実施

機関に成型方法について技術相談を行った。また、同プ

ラットフォームの設備を利用し、ナノインプリントの成型試

験を実施した。 

技術相談、及び、成型試験実施の結果、Si 基板上の

ナノ形状を樹脂に転写する事が可能となった。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ナノインプリント装置、SEM付集束イオンビーム装置  

【実験方法】 

ナノ形状が付与された Si 基板、樹脂フィルム、ナノイン

プリント装置を用い、真空下で加熱しながらインプリント成

型を行った。 

（条件） 

・Si基板：250 nm間隔のライン形状付与 

・樹脂フィルム：オレフィン系ポリマー（Tg130 °C） 

・加工条件：加熱温度 130-170 °C、圧力 10-40 Bar、

成型時間 120-300 s 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

ナノ形状が付与されたSi基板の外観とSEM画像を

Fig. 1に示す。インプリント成型を行い、ナノ形状が

付与された樹脂フィルムの表面観察を行った。Fig. 2 

にインプリント成型後の樹脂フィルムのSEM画像示

す。樹脂フィルムにSi基板のナノ形状が転写された事

が分った。 

 

Fig. 1 Picture and SEM image of the Si-substrate 

with nano-structure. 

 

Fig. 2 SEM image of the resin after imprint. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 
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